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1 概述

1.1 范围  本标准是焊膏印刷视觉质量可接受性标准的集

合。 

1.2 目的  本指南文件的目的是在焊膏印刷过程的视觉评

估中支持用户，使后续工艺优化成为可能。

本指南文件的目的并非检验与评估焊膏质量。焊膏评估信
息见J-STD-005《焊膏要求》以及IPC-HDBK-005。

本文目的并非定义模板设计要求。模板设计信息见IPC-
7525《模板设计指导》。

附录A提供了不同的错误类型，并列出了推荐解决方案。
本指南旨在帮助/改进膏体印刷的优化过程。

在有差异的情况下，描述或文字标准总优先于插图。

1.3 背景  诸如J-STD-001与IPC-A-610标准在电子行业提

供了有助于提升质量的工具。然而，这些标准未包括膏体

沉积视觉外观要求。业界已有一段时间表示希望有标准在

焊膏印刷过程中来支持用户。IPC-7527将有助于在这一非

常易受影响的过程中提高质量。

1.4 术语与定义  除了下面列出的术语，本标准中使用的

术语定义与IPC-T-50一致。IPC-T-50中引用的术语用*标

记。

1.4.1 分级

1级 普通电子产品

包括那些以组件功能完整为主要要求的产品。

2级 专用服务电子产品

包括那些要求持续运行和较长寿命的产品，并且希望产品
能够不间断地工作，但这一要求并不严格。通常，最终使
用环境不会导致故障。

3级 高性能电子产品

包括以连续高性能运行或严格按指令运行为关键的产品，
这类产品的服务间断是不允许的，最终使用环境可能是罕
见的严酷。

目标条件  是指近乎完美/首选的条件，然而这是一种理
想而并非总能达到的条件，且对于保证组件在其使用环境
中的可靠性并非必要的条件。

可接受条件  是指不必完美、但在其使用环境下组件可保
持完整性和可靠性的条件。

缺陷条件  在其最终使用环境下不足以确保组件外形、装
配或功能的条件。缺陷条件应当由制造商根据设计、服务
和客户要求进行处置。处置可能为返工、维修、报废或照
样使用。维修或照样使用可能需要客户同意。

对1级产品而言的缺陷自动意味着是2级和3级产品的缺
陷。对2级产品而言的缺陷意味着是3级产品的缺陷。

1.4.2 处置*  应该如何处理缺陷的决定。处置包括但不限

于返工、照样使用、报废或维修。

1.4.3 塌落  焊膏在施加后溢出。更多信息请查看IPC-

HDBK-005。

1.4.4 组合条件  可能存在的情况，其外形、放置、覆盖

和高度的最大偏差的组合可导致焊接不足或焊膏量错误。

制造商负责这种条件的识别。

1.4.5 设计体积  设计体积等于模板开孔面积乘以模板厚

度（体积=长×宽×高）。体积不是视觉可检查的条件。

1.5 专门设计  本标准作为行业共识文件，无法解决所有

可能的元器件和产品设计组合。在使用不常见或专门技术

的地方，可能有必要开发独特的验收标准。然而，在类似

特征存在的地方，本文件可为产品验收标准提供指导。通

常，在考虑产品性能标准的同时，独特的定义对考虑专用

特性是必要的。此开发应该包括客户参与或同意。对于3

级产品，标准应当包括达成一致的产品验收定义。

只要可能，应该向IPC技术委员会提交这些标准，以便考
虑纳入本标准未来的修订版本中。


